
4F

1F

東7ホール
East Hall 7

東8ホール
East Hall 8

東6ホール
East Hall 6

東5ホール
East Hall 5

東4ホール
East Hall 4

東展示棟
East Hall

南展示棟
South Hall

西展示棟
West Hall

会議棟
Conference Tower

南1ホール
South Hall 1

南2ホール
South Hall 2

南3ホール
South Hall 3

南4ホール
South Hall 4

西2ホール
West Hall 2

西1ホール
West Hall 1

西3ホール
West Hall 3

西4ホール
West Hall 4

セミナー会場一覧

CAR-ELE JAPAN SOFTWARE-DEFINED VEHICLE EXPO

EV JAPAN Venue 2 CONNECTED CAR JAPAN

AUTONOMOUS DRIVING TECHNOLOGY EXPO

AUTOMOTIVE WORLD 2026
国際 カーエレクトロニクス技術展 SDV EXPO 車載ソフトウェア開発展

EV・HV・FCV 技術展 第2会場 コネクティッド・カー EXPO

自動運転 EXPO

オートモーティブ ワールド 2026

AUTOMOTIVE WORLD 2026

CAR-MECHA JAPAN

SUSTAINABLE MOBILITY TECHNOLOGY EXPO

EV JAPAN Venue 1

自動車部品&加工 EXPO

クルマのサステナブル 技術展

EV・HV・FCV 技術展 第1会場

オートモーティブ ワールド 2026

スマート物流 EXPO

ファクトリーイノベーションWeek
Factory Innovation Week 2026
ロボデックス

製造業 人手不足対策 EXPO

製造業カーボンニュートラル展

RoboDEX

Manufacturing Industry’s HR Expo

GREEN FACTORY Expo

スマート工場 EXPO 第2会場
SMART FACTORY Expo Venue 2

SMART LOGISTICS Expo

ファクトリーイノベーションWeek 2026
Factory Innovation Week 2026

スマート工場 EXPO 第1会場
SMART FACTORY Expo Venue 1

ファクトリーイノベーションWeek 2026
Factory Innovation Week 2026

セミナー会場 Seminar Venue

・国際会議場 ・レセプションホールA・B

・会議室６０８　・ 会議室６０６　  会議室１０１
Room 608       Room606       Room101

セミナー会場 B・C 
SEMINAR VENUE B・C

セミナー会場　A
 SEMINAR VENUE A

Seminar Venue MAP

Int'l Conference Hall Reception Hall A & B
■1F■7F

■6F ■6F ■1F

W-Engineer MeetUP 

＠ 西1ホール商談室(2)

-女性技術者の集い-

＜注意事項＞

PRINTED WIRING BOARDS EXPO
インターネプコン ジャパン
INTERNEPCON JAPAN

IC & SENSOR PACKAGING EXPO 
微細加工 EXPO 
FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO 
エレクトロテスト ジャパン
ELECTROTEST JAPAN

ネプコン ジャパン 2026 NEPCON JAPAN 2026
電子部品・材料 EXPO パワーデバイス＆モジュール EXPO
ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO POWER DEVICE & MODULE EXPO
半導体・センサ パッケージング展 プリント配線板 EXPO

ACCESS MY PAGE FROM HEREACCESS MY PAGE FROM HERE REGISTER NEW SESSION FROM HERE

マイページは
こちらから

新規申込は
こちらから

• 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。 
• 一部テキスト配布を行わないセミナーもございます。あらかじめご了承ください。
• セミナーの録音、写真･動画撮影などは一切禁止させていただきます。

[Caution]
• Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
• Recording and photography are strictly prohibited. 
• Speakers and programs are subject to change. 
• Please be aware in advance that some seminars may not provide textbooks.

nagahamak
ハイライト表示

nagahamak
ハイライト表示

https://biz.q-pass.jp/f/11850/inw_tokyo_seminar26/mypage/top
https://biz.q-pass.jp/f/11850/inw_tokyo_seminar26


会場全体／併催イベント マップ上の番号

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

START
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

START

国際会議場 会議室
606

会議室
608

会議室
101 セミナー会場Aレセプションホール

B

会議棟 東展示棟
East Hall

西展示棟
West Hall

南展示棟
South Hall

INTERNATIONAL CONFERENCE HALL SEMINAR VENUE A

セミナー会場B
SEMINAR VENUE B

セミナー会場C
SEMINAR VENUE C

RECEPTION HALL B

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❶

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❷

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❸

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❹

パワエレ
アカデミックフォーラム

Power Electronics Next 
-若手研究者フォーラム-

Power Electronics Academic Forum / 
Power Electronics Next -Early-Career Researchers’ Forum-

ヒューマノイド
ロボットショー

W-Engineer
MeetUP

-女性技術者の集い-

中国車
徹底解説セミナー/

Pre-registration Required事前申込制 申込不要 No Application RequiredPre-registration Required事前申込制

CONFERENCE ROOM 101CONFERENCE ROOM 606 CONFERENCE ROOM 608

Conference Tower

申込不要 No Application Required 申込不要 No Application Required

Seminar for Chinese EVs/
Exhibitor’s Product/Technology Seminar

~New Tech Trend~ Venue ❺

車載半導体
フォーラム

AUTO-K
激変時代の技術開発と価値づくり 
～知能化の進展、取り巻く環境変化～
Driving Innovation in a Disruptive Age: 
Intelligent Vehicle Technologies and Environmental Shifts

10:30-11:40

AUTO-CNS115:00-16:10 FIW-S315:00-16:10

AUTO-CN312:30-14:00 ISP-212:30-14:00

AUTO-EV210:00-10:50 PWB-110:00-11:30

PWB-212:30-14:00

NEPCON-S110:00-11:10

FIW-S212:30-13:40SLE-S212:30-13:40

オートモーティブ ワールド
エグゼクティブパーティー
AUTOMOTIVE WORLD Executive Party

12:00-13:00

FIW-S110:00-11:00 SLE-S110:00-11:10

NEPCON-S212:30-13:40

ISP-110:00-11:30

WEMUP-S115:00-16:30 AUTO-F3

AUTO-C1

AUTO-C2

15:00-15:40

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❶

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❷

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❸

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❹

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❺

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❻ Humanoid Robot Show

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❻

トヨタ自動車（株） 先進技術開発カンパニー President　井上 博文
Hirofumi Inoue　President, Advanced R&D and Engineering Company, Toyota Motor Corp.

本田技研工業（株） 執行役 四輪開発本部長
（株）本田技術研究所 取締役　秋和 利祐

Toshihiro Akiwa　Executive Officer, Chief Officer, Automobile Development Operations, Honda Motor Co., Ltd.
Director, Honda R&D Co., Ltd.

自動車のカーボンニュートラル／
サーキュラーエコノミー実現に向けた取り組み
Initiatives for Achieving Carbon Neutrality and a Circular Economy 
in the Automotive Industry

（公財）日本生産性本部 コンサルティング部 
エコ・マネジメント・センター長　喜多川 和典

Kazunori Kitagawa　Chief of Eco-Management Center, Management Consulting Dept., Japan Productivity Center

（株）デンソー 社会イノベーション事業開発統括部 執行幹部　加藤 充
Mitsuru Kato　Senior Director, Social Innovation Business Development Function Unit, DENSO Corp.

コストではなく利益を生むGX：
トップ企業の事例紹介
From Cost to Profit: 
How Leading Companies Are Achieving Successful Green Transformation

サントリーホールディングス（株） 
サステナビリティ経営推進本部 副本部長 [環境課題統括]　加堂 立樹

Tatsuki Kado　Deputy Div., COO [Environmental Challenges Lead], Sustainability Management Div., 
SUNTORY HOLDINGS Ltd.

パナソニック（株） エレクトリックワークス社 
電材＆くらしエネルギー事業部 環境エネルギービジネスユニット 
燃料電池・水素ストラテジックビジネスユニット長　加藤 正雄

Masao Kato　Director, Hydrogen and Fuel Cell Business, Electric Works Company, Panasonic Corp.

有料 Paid

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

ジヤトコのeアクスル開発戦略と実現手段
JATCO's E-axle Development Strategy and Technical Solutions

ジヤトコ（株） 常務執行役員 CTO　大曽根 竜也
Tatsuya Osone　Corporate Vice President Chief Technology Officer, JATCO Ltd.

汎用型ヒューマノイドロボット
General Purpose Humanoid Robots

Boston Dynamics, Inc., VP of Sales　Philip Archambault

運輸安全を学ぶ：
事故ゼロと安全文化が企業を強くする
Transportation Safety: 
How Zero Accidents and a Strong Safety Culture Empower Organisations

三福運輸（株） 代表取締役　五月女 奈緒美
Naomi Sotome　CEO, MIFUKU Unyu Co., Ltd.

（株）ディ・クリエイト 代表取締役　上西 一美
Kazumi Uenishi　CEO, DE-Create Co., Ltd.

国内における次世代半導体パッケージ
最先端実装技術の開発動向
Development Trends of Latest Mounting Technology 
for Next-generation Semiconductor Packages in Japan

（株）レゾナック エレクトロニクス事業本部 
パッケージングソリューションセンター センター長　畠山 恵一

Keiichi Hatakeyama　Head of Packaging Solution Center,
 Electronics Business HQ. Packaging Solution Center, Resonac Corp.

TSMCジャパン3DIC研究開発センター（株） 
プロセスインタラクション部門 テクニカルマネージャー　安原 隆太郎

Ryutaro Yasuhara　Technical Manager, Process Interaction Dept., TSMC Japan 3DIC R&D Center Inc.

物流倉庫施設における
現場のリアルと未来の姿
The Reality and Future of On-site Operations in Logistics Warehousing

エレコム（株） 物流部 物流課 チームリーダー　原田 航
Wataru Harada　Team Lead, Logistics Div., ELECOM Co., Ltd.

SBSホールディングス（株） LT企画部 部長　曲渕 章浩
Akihiro Magaribuchi　Center Manager, Logistics Technology Planning Dept., SBS Holdings, Inc.

【事例紹介】
製造業の人手不足を
デジタルでどのように解消するか
[Case Studies] 
How Digital Solutions Address Labor Shortages in Manufacturing

（株）荏原製作所 
＜DCX＞デジタル クリエイティブ ＆トランスフォーメーション グループリーダー 助松 裕一

Yuichi Sukematsu　Group Leader, <DCX> Digital Creative & Transformation, Ebara Corp.

一菱金属（株） 専務取締役　江口 広哲
Hiroaki Eguchi　Managing Director, ICHIBISHI KINZOKU Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AIで加速進化する
スマートフォンの最新市場／技術動向
AI-driven Acceleration in Smartphone Evolution: 
Latest Market and Technology Trends

みずほ証券（株） エクイティ調査部 
グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ／シニアアナリスト 中根 康夫

Yasuo Nakane　Global Head of Technology Research/Senior Analyst, Equity Research Dept., 
Mizuho Securities Co., Ltd.

セミコンサルト 代表　上田 弘孝
Hirotaka Ueda　Representative, SemiConsult 

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

インド半導体産業の台頭 
― インドと世界のために
Emergence of Indian Semiconductor Industry for India and the World

Georgia Institute of Technology, Emeritus Professor
Government of India, Advisor of Indian Semiconductor mission 

Rao Tummala

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

限界を超える半導体実装技術：
AI向けガラス基板パッケージの最前線
Beyond the Limits of Semiconductor Packaging: 
Glass-based Packaging Innovations for Next-gen AI Semiconductor

3D System Scaling Inc., Founder and President Venky Sundaram
Intel Corp., Intel Foundry, 

Senior Principal Engineer of Advanced Packaging Technology and Manufacturing
　Tarek Ibrahim

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

6Gに向けた
次世代高速通信の材料開発および技術動向
Next Generation High Speed Application Development and 
Technology Trend towards 6G

パナソニック インダストリー（株） 
電子材料事業部 電子基材BU 技術一部 部長　藤澤 洋之

Hiroyuki Fujisawa　General Manager, Electronic Materials Business Div., Panasonic Industry Co., Ltd.

（株）SBRテクノロジー 代表取締役　西尾 俊彦
Toshihiko Nishio　CEO, SBR Technology Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

2026年の電子デバイス産業は
一気に飛躍する展開となってきた！
The Electronic Device Industry Is Set to Make a Big Leap in 2026

（株）産業タイムズ社 取締役会長／特別編集委員　泉谷 渉
Wataru Izumiya　Chairman, Senior Staff Writer, Sangyo Times, Inc.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

自動車メーカーが語る！
車体成型における最適解とは？
Automakers' View: 
The Optimal Approach to Body Manufacturing Technology

日産自動車（株） プラットフォーム・車両要素技術開発本部 車体技術開発 
総括グループ エキスパートリーダー　芹野 慎一

Shinichi Serino　Expert Leader, Administration Group, Body Engineering Dept., 
Platform and Vehicle Component Engineering Div., Nissan Motor Co., Ltd.

本田技研工業（株） 四輪開発本部 完成車開発統括部 車両開発一部 
チーフエンジニア　生野 英一

Hidekazu Shono　Chief Engineer, Vehicle Development Div.-1, 
Automobile Development Unit, Automobile Development Operations, Honda Motor Co., Ltd.

PDM-F110:10-11:40

PDM-F315:00-16:30

PDM-F212:30-14:00

損失、EMI、コストの3つを
同時に低減するアクティブゲート駆動IC
Active Gate Driver IC Simultaneously Reducing Loss, EMI, and Cost

東京大学 生産技術研究所 情報・エレクトロニクス系部門 教授　高宮 真
Makoto Takamiya　Professor, Institute of Industrial Science, The University of Tokyo

電気自動車の走行中ワイヤレス給電における
技術課題と応用展開
Technical Challenges and Practical Development of In-motion 
Wireless Power Transfer for Electric Vehicles

芝浦工業大学 工学部 准教授　畑 勝裕
Katsuhiro Hata　Associate Professor, College of Engineering, Shibaura Institute of Technology

GaN結晶技術が牽引するパワーデバイス
GaN Crystal Technology Drives Power Devices

大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 教授　森 勇介
Yusuke Mori　Professor, Div. of Electrical, Electronic and Infocommunications Engineering, Osaka University

ワイドギャップ半導体パワーデバイスの
研究進展と将来展望
Recent Advances and Future Prospects of 
Wide-Bandgap Semiconductor Power Devices

東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 講師　前田 拓也
Takuya Maeda　Assistant Professor, Dept. of Electrical Engineering and Information Systems, 

The University of Tokyo

パワー半導体開発の歴史と現在地：
2025年の変化
Power Semiconductor Development History and the Future

九州工業大学 生命体工学研究科 教授　大村 一郎
Ichiro Omura　Professor, Graduate School of Life Science and Systems Engineering, 

Kyushu Institute of Technology 

ボッシュのSiCパワーセミコンダクタについて
SiC Power Semiconductors from Bosch

Robert Bosch GmbH, Power Semiconductors and Modules Business unit 
Senior Vice President　Ralf Bornefeld

モータの高速化・高出力密度化の動向と
多機能モータの開発
Trend of High-speed and High-power Density Motors and Development 
of Multifunction Motors

九州工業大学 生命体工学研究科 准教授　藤井 勇介
Yusuke Fujii　Associate Professor, Graduate School of Life Science and Systems Engineering, 

Kyushu Institute of Technology 

私のキャリアと、女性技術者みんなの声
～アンケートで見えたこと～
※講演終了後、カジュアルな交流会を実施！

トヨタ自動車（株） 車体製造技術部 プロセス革新2G グループ長　小笠原 知子

13:00-13:30

14:00-14:30

13:00-13:30

14:00-14:30

12:00-12:30

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

16:00-16:30

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

12:00-12:30

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

16:00-16:30

15:00-15:30

16:00-16:30

14:00-14:30

11:00-11:30

小間番号：E25-31

当社負熱膨張材料のご紹介と
社会実装に向けた開発
Development of MITSUI's negative thermal expansion material

三井金属（株）
MITSUI KINZOKU CO., LTD.

小間番号：E13-32

検査工程の最適化と省人化
Optimizing Inspection Processes and Reducing Workforce

（株）コーヨンテクノロジー
Koh Young Technology CO., LTD.

15:00-15:30 小間番号：E7-42

EMS業界動向と活用法 
カトーレックのグローバルプラットフォーム
Trends and how to use of EMS - Global platform of Katolec

カトーレック（株）
Katolec CORP.

小間番号：E38-66

温度計測による
サーモグラフィのメリットと注意点

日本アビオニクス（株）
Nippon Avionics CO., LTD.

小間番号：E39-35

マイクロチャネル構造が変える
半導体分野の熱マネジメント
Microchannel structures revolutionize thermal management

（株）WELCON
WELCON INC.

小間番号：W11-55

DAIKO-SDKを活用した
大丸興業のSDVソリューション

大丸興業（株）
Daimaru kogyo LTD.

小間番号：W12-48

コックピットのAIインタラクション時代
The era of AI interaction in the cockpit

NEUSOFT Japan（株）
Neusoft Corporation CO., LTD.

小間番号：W9-68

車載向け半導体/材料の
放熱性能・信頼性評価サービスのご紹介
Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services 

（株）ケミトックス
Chemitox INC.

小間番号：W19-26

AIを活用した車両管理の最新動向を
業界世界#1のGEOTABが一挙公開
GEOTAB Reveals the Latest AI Powered Fleet Management Trends

Geotab INC.
Geotab INC.

小間番号：W2-8

NACS　
高電圧・大電力充電とAIによる自動充電
NACS, High-power charging and AI automatic charging

テュフ ラインランド ジャパン（株）
TUV Rheinland Japan LTD.

小間番号：W9-36

ハイパーバイザー：
SDV時代を実現する中核技術
Hypervisor Software: Essential Technology Enabling SDV Era

（株）ペルセウス
PERSEUS CO., LTD.

インクレディビルドジャパン（株）
Incredibuild Japan LTD.

Linaro
Linaro LTD.

Caresoft Global, Caresoft Global Inc. CEO,　Mathew Vachaparampil

Caresoft Global, Caresoft Global Inc. CEO,　Mathew Vachaparampil

（株）キシブル
KISHIVR CO., LTD.

Beontag

（株）M2X
M2X CO., LTD.

（株）ISL Networks
ISL Networks CO., LTD.

（株）ACES
ACES INC.

（株）インターネットイニシアティブ
Internet Initiative Japan INC.

カワダロボティクス（株）
Kawada Robotics CORP.

TechShare（株）
TechShare CORP.

カワダロボティクス（株）
Kawada Robotics CORP.

TechShare（株）
TechShare CORP.

小間番号：W24-11

車載 Android OS の SW 開発環境を加速!
Accelerating Software Development for Automotive Android OS

14:00-14:30

Linux Foundation Automotive Grade Linux

小間番号：W12-68

HWに依存しない
世界最速の車載ソフトウェア開発 
‒ SoDeV -

小間番号：W24-9

オープンソースにおける
VirtIO標準化への課題と今後
Challenges and future prospects for VirtIO standardization

中国自動車メーカーに学ぶ競争力 
― 技術革新・スピード・コスト優位性
Lessons from the Chinese Automakers 
‒ Technology, Speed & Cost Advantage

中国自動車メーカーに学ぶ競争力 
― 技術革新・スピード・コスト優位性
Lessons from the Chinese Automakers 
‒ Technology, Speed & Cost Advantage

小間番号：S8-32

編集不要VRで製造現場の教育効率を革新
Innovate Training with Edit-Free VR in Manufacturing

小間番号：S27-30

産業用RFIDで変わる工場　
海外事例と日本の可能性
Industrial RFID, BLE tag: Global Cases & Japan Opportunities

小間番号：S19-20

設備保全DX！
チョコ停多発現場を変える
AI時代の実践ロードマップ
Maintenance DX with AI: Roadmap for High-Downtime Sites

小間番号：S16-29

5G-TSNによる
次世代無線産業ネットワークの構築  
-未来のFA機器-
5G-TSN: The world’s first tech enabling wireless factories

小間番号：S26-16

東大松尾研発スタートアップが語る
AIを用いた安全管理DXの最前線
AI-Driven Safety Management DX by UTokyo Matsuo Lab Startup

小間番号：S16-39

止まらない現場をつくる
ローカルファーストDX
Local-First DX: The Smart Factory that Never Stops or Fails

小間番号：S7-40

人と一緒に働くヒト型ロボット
“NEXTAGE”が拓く新しい働き方

小間番号：S7-40

深層強化学習・模倣学習による
ヒューマノイドロボット開発

小間番号：S7-40

人と一緒に働くヒト型ロボット
“NEXTAGE”が拓く新しい働き方

小間番号：S7-40

深層強化学習・模倣学習による
ヒューマノイドロボット開発

ENGLISH

ENGLISH/JAPANESE

小間番号：W13-92

小間番号：W13-92

有料 Paid

有料 Paid

In-vehicle Semiconductor Forum

Wed. Jan. 211月 21日[水] セミナー・イベント スケジュールセミナー・イベント スケジュール Seminar ＆ Event ScheduleSeminar ＆ Event Schedule

7 8 8 8 6 7

※敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。 都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
*Recording and photography are strictly prohibited.Speakers and programs are subject to change.Textbooks of some sessions are not available.
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会場全体／併催イベント マップ上の番号

会議室
101

レセプションホール
A

INTERNATIONAL CONFERENCE HALL

レセプションホール
B

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❶

セミナー会場A
SEMINAR VENUE A

セミナー会場B
SEMINAR VENUE B

セミナー会場C
SEMINAR VENUE C

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❶
Exhibitor’s Product/Technology Seminar

~New Tech Trend~ Venue ❶

パワエレ
アカデミックフォーラム

Power Electronics Next 
-若手研究者フォーラム-

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

START
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

STARTCONFERENCE ROOM 101RECEPTION HALL A RECEPTION HALL B Power Electronics Academic Forum / 
Power Electronics Next -Early-Career Researchers’ Forum-

会議棟 東展示棟
East Hall

Pre-registration Required事前申込制 申込不要 No Application RequiredPre-registration Required事前申込制
Conference Tower

国際会議場

西展示棟
West Hall

南展示棟
South Hall

申込不要 No Application Required 申込不要 No Application Required

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❸

次世代オートモーティブ
生成AIハッカソン 会場/
新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❹

中国車
徹底解説セミナー/

Seminar for Chinese EVs/
Exhibitor’s Product/Technology Seminar

~New Tech Trend~ Venue ❺

会議室
606

CONFERENCE ROOM 606

ヒューマノイド
ロボットショー

イートロンテクノロジーズジャパン GK
Eatron Technologies Japan GK

AUTO-EVS110:00-10:40

AUTO-AIS215:00-16:10 FIW-S615:00-16:10 NEPCON-S415:00-16:10PDM-S115:00-16:10

AUTO-AIS112:30-13:40 NEPCON-K12:30-13:40

ISP-310:00-11:30

PWB-412:30-14:00FIW-K12:30-13:40 AUTO-CNS212:30-14:00

FOXCONN様 商談会・交流会
FOXCONN Business Matching & Networking

13:00-17:00

FIW-S510:00-11:10 PWB-310:00-11:30

小間番号：E8-35

エリアレーザを利用した
次世代リフローソリューション
Next-generation reflow solution using Area Laser

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

PDM-F410:30-11:20

PDM-F615:00-15:50

PDM-F512:30-14:00

12:00-12:30

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

16:00-16:30

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

12:00-12:30

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

11:00-12:30

13:00-13:30

14:00-14:30

12:00-12:30

11:00-11:30

スズキの技術戦略 ～人と地球に寄り添う～
Suzuki Technology Strategy -Standing by People and the Earth-

スズキ（株） 取締役副社長 技術統括　加藤 勝弘
Katsuhiro Kato　Director and Executive Vice President, Chief Technology Officer, Suzuki Motor Corp.

逆風が吹くカーボンニュートラル、
今こそ日本はどうあるべきか
Carbon Neutrality Facing Headwinds: 
What Path Should Japan Take Now?

経済産業省 GXグループ 課長補佐　池園 京佳
Kyoka Ikezono　Deputy Director, GX Policy Group, Ministry of Economy, Trade and Industry 

三菱ケミカルグループ（株） 執行役員 チーフサステナビリティオフィサー　三田 紀之
Noriyuki Mita　Vice President Chief Sustainability Officer, Mitsubishi Chemical Group Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

FIW-S410:00-11:30
知能化・AI化が進むロボットと工場：
世界最先端事例から学ぶ
Intelligent and AI-driven Robots at Factories: 
Learning from World-leading Companies

FOXCONN TECHNOLOGY GROUP（鴻海科技集団） 
フォックスコンテクノロジーグループ（ホンハイテクノロジーグループ） 

技術長　王 樹華
Juka Oh　Technical Director, Robot Automation Technology Center, FOXCONN TECHNOLOGY GROUP

エヌビディア（同） ロボティクス事業部 事業部長　平野 一将
Kazumasa Hirano　Manager, Robotics Business Group, NVIDIA G.K 

川崎重工業（株） 
社長直轄プロジェクト本部 執行役員 社長直轄プロジェクト本部長　加賀谷 博昭
Hiroaki Kagaya　Executive Officer, Executive General Manager, Presidential Project Management Div., 

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

AIとSDVが描く次世代モビリティ：
E2E自動運転と車載OSの革新
Next-generation Mobility Driven by AI and SDV: 
Innovations in End-to-End Autonomous Driving and in Vehicle OS

ウェイブ テクノロジーズ プロダクトアーキテクチャ&セーフティ ヘッド　亀山 将亮
Masaaki Kameyama　Head of Product Architecture & Safety, Wayve Technologies Ltd.

本田技研工業（株） 四輪事業本部 SDV事業開発統括部 
先進安全・知能化ソリューション開発部 エグゼクティブチーフエンジニア　波多野 邦道
Kunimichi Hatano　Executive Chief Engineer, Automobile Operations, SDV Business Development Unit, 

Advanced Safety & Intelligent Solution Development Div., Honda Motor Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

製造業だからこそ必要な生成AI活用 
～最新事例を学ぶ～
The Critical Role of Generative AI in Manufacturing: 
Learning from the Latest Use Cases

（株）日立製作所 フェロー
（株）ハピネスプラネット 代表取締役CEO　矢野 和男

Kazuo Yano　Fellow, Corporate Officer, Hitachi, Ltd.
Chief executive officer, Happiness Planet Ltd.

パナソニック コネクト（株） 執行役員 VP CIO 
兼 IT・デジタル推進本部マネージングダイレクター　河野 昭彦
Akihiko Kawano　VP chief information officer, Panasonic Connect Co., Ltd.

人を活かし、定着させる組織改革！
製造業の人事のあり方とは
Organizational Reform to Empower and Retain Talent: 
The Future of HR in Manufacturing

青山学院大学 名誉教授　山本 寛
Hiroshi Yamamoto　Professor Emeritus, Aoyama Gakuin University 

（株）デンソー 人事企画部 担当係長　藤澤 優
Masaru Fujisawa　Project Assistant Manager, Human Resources Planning Div., DENSO Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

規制の多国間ゲーム 
～EU主導から多極化へ、日本発の打ち手～
The Multilateral Regulatory Game: From EU Dominance to Multipolarity 
- Japan's Pioneering Move

KPMGコンサルティング（株） 自動車セクター プリンシパル　轟木 光
Hikari Todoroki　Principal, Automotive Sector, KPMG Consulting Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

SDVを超えて広がる
AI-Defined Vehicleの世界
Beyond SDV: Towards AI-defined Vehicles

Robert Bosch GmbH, Vice President　Dirk Slama
（同）デロイト トーマツ パートナー　周 磊

Lei Zhou　Partner, Deloitte Tohmatsu LLC

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-EVS315:00-15:50
Honda 0 シリーズの
パワートレイン技術について
Powertrain Technologies Applied to Honda 0 Series

本田技研工業（株） 
PU・エネルギーシステム開発統括部 ドライブシステム開発部 部長　町田 昭二

Shoji Machida　General Manager, Drive System Development Div., Power Unit and Energy Dev. Unit, 
Honda Motor Co., Ltd.

SLE-K15:00-16:10
物流経営の核心：
人材確保と収益力向上を追求する新時代
The Core of Logistics Management: 
A New Era of Talent Acquisition and Profitability Enhancement

船井総研ロジ（株） 
物流ビジネス支援部 物流HRグループ グループマネージャー　松尾 一志
Kazushi Matsuo　Manager, Logistics Business Consulting Group, Funaisoken Logistics Inc.

セイノーホールディングス（株） 専務取締役 オープンイノベーション推進室 室長 兼 
事業推進部ラストワンマイル推進チーム担当 

セイノーラストワンマイル（株） 代表取締役社長　河合 秀治
Shuji Kawai　Executive Officer, Open Innovation Planning Div., General Manager, 

Last One Mile Planning Team Operating Officer, Seino Holdings Co., Ltd.
President, Seino Last One Mile Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

有料 Paid

光電融合が拓く
次世代半導体パッケージ技術の最前線
Frontiers of Next-generation Semiconductor Packaging: 
Driving Optical-electrical Integration

味の素（株） バイオ・ファイン研究所 主席研究員　唐川 成弘
Masahiro Karakawa　Principal Researcher, Research institute for Bioscience Products & Fine Chemicals, 

Ajinomoto Co., Inc.

東レエンジニアリング（株） 開発部門 技監　新井 義之
Yoshiyuki Arai　Fellow, Research & Development Dept., Toray Engineering Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI・HPC時代を切り拓く
先端パッケージ／基板技術革新
Driving the Future of AI and HPC with 
Advanced Packaging and Substrate Innovation

Intel Foundry Corp., 
Substrates & Advanced Packaging, Sr Director　Niru Chakrapani

Samsung Electro-Mechanics,
 Executive Vice President, Application Engineering and Technology Marketing　Gang Duan

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

パワーデバイスの進化を支える
複合物理領域からのパワエレ回路高性能化
High-performance Power Electronics Circuits from Multi-physical Domains Supporting Advance of Power Devices

名古屋大学 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター 
大学院工学研究科 電気工学専攻 准教授　今岡 淳

Jun Imaoka　Associate Professor, Institute of Materials and Systems for Sustainability (IMaSS), 
Graduate School of Engineering, Dept. of Electrical Engineering, Nagoya University 

車載パワーデバイスサミット 
～電動化の最新技術を徹底討論～
Automotive Power Device Summit 
‒ In-depth Discussion on the Latest Technologies for Electrification

（株）デンソー パワトレインシステム事業グループ 統括部長　進藤 祐輔
Yusuke Shindo　Head of Function Unit, Powertrain Systems Business Group, DENSO Corp.

ニデック（株） 製品技術研究所 インバータシステム開発プロジェクト長　大門 一顕
Kazuaki Okado　Project Manager, Inverter System Development Project, Nidec Product Technology R&D Center, NIDEC Corp.

富士電機（株） 半導体事業本部 事業統括部 統括部長　太田 裕之
Hiroyuki Ota　General Manager, Business Management Div. Semiconductors Business Group, Fuji Electric Co., Ltd.

名古屋大学 未来材料・システム研究所 
未来エレクトロニクス集積研究センター 教授　山本 真義

Masayoshi Yamamoto　Professor, Power Electronics Lab., Nagoya University 

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

NHK魔改造の夜 × 
ネプコン コラボセミナー
NHK Night of the Makaizo Society NEPCON Collaboration Seminar

（株）IHI 技術開発本部 技術企画部 主幹　佐藤 彰洋
Akihiro Sato　CHIEF EXECUTIVE, IHI Corp.

（株）IHI 技術開発本部 総合開発センター 開発企画部 アシスタントマネージャー　崎坂 亮太
Ryota Sakisaka　Assistant Manager, IHI Corp.

（株）IHI回転機械エンジニアリング 生産センター 横浜工場 品質管理グループ 主査　新居 達也
Tatsuya Nii　Chief Inspector, IHI Rotating Machinery Engineering Co., Ltd.

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント ハードウェア設計部門 VP　鳳 康宏
Yasuhiro Ootori　VP, Sony Interactive Entertainment Inc.

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント ハードウェア設計部門 メカ設計部 メカニカルエンジニア　坂根 領斗
Ryoto Sakane　Mechanical Engineer, Sony Interactive Entertainment Inc.

ソニー（株） 技術開発研究所 インタラクション技術研究開発部門 ハプティクスリサーチャー　岩船 美友
Miyu Iwafune　Haptics Researcher, Sony Corp.

魔改造の夜　実況
フリーアナウンサー（ボイスオン）　矢野 武

Takeshi Yano　Freelance announcer (Voice On), Night of Magical Modifications Live Commentary

激変するSiCウェハ市場における
新たな競争軸創出の必要性
The Need to Establish New Axes of Competitiveness 
in the Rapidly Transforming SiC Wafer Quality Trend

関西学院大学 工学部 教授
QureDA Research（株） CTO　金子 忠昭

Tadaaki Kaneko　Professor, School of Engineering, KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY
CTO, QureDA Research, Inc.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

NEPCON-S515:00-16:20
次世代半導体を担う人材戦略 
～リ・スキリングで創る未来競争力～
Developing Talent for Next-generation Semiconductors: 
Strengthening Future Competitiveness through Reskilling

ボストン・コンサルティング・グループ（同） 
マネージング ディレクター ＆ シニア パートナー　小柴 優一

Yuichi Koshiba　Managing Director and Senior Partner, The Boston Consulting Group LLC

文部科学省 大臣官房審議官（総合教育政策局担当）　橋爪 淳
Atsushi Hashidume　Deputy Director-General, Education Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology

九州大学 経済学研究院 産業マネジメント部門 教授　目代 武史
Takefumi Mokudai　Professor, Kyushu University Business School, Faculty of Economics, 

Kyushu University 

九州工業大学 マイクロ化総合技術センター センター長・教授・学長特別補佐　中村 和之
Kazuyuki Nakamura　Director, Professor, Center for Microelectronic Systems, Kyushu Institute of Technology

広島大学 半導体産業技術研究所 教授　後藤 秀樹
Hideki Gotoh　Professor, Research Institute for Semiconductor Engineering, Hiroshima University 

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

半導体の未来を切り拓く：
チップレット技術と先進パッケージが描く
AI時代の半導体
Driving the Future of Semiconductors: 
Chiplet Technology and Advanced Packaging Shaping the AI Era

Rapidus（株） 専務執行役員 エンジニアリングセンター長 工学博士　折井 靖光
Yasumitsu Orii　Senior Managing Executive Officer, Head of Engineering Center, Rapidus Corp.

Advanced Semiconductor Engineering, Inc., 
Central Development Engineering Sr. Vice President　Scott Chen

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

次世代AI・光を実現する鍵：
微細回路形成と
高密度ヘテロジニアス接続技術
The Key to Next-gen AI & Photonics: 
Fine Patterning and High-density Heterogeneous Integration Technology

沖電気工業（株） グローバルマーケティングセンター 副センター長　鈴木 貴人
Takahito Suzuki　Vice President, Global Marketing Center, Oki Electric Industry Co., Ltd.

（株）LE-TECHNOLOGY 代表取締役CEO　李 徳
Duk Lee　President CEO, LE-TECHNOLOGY Co., Ltd.

放射線耐性SiC CMOS集積回路・
イメージセンサの開発と応用展望
Radiation-hardened SiC CMOS Integrated Circuits and Image Sensors

貼り合わせSiC基板を使った
パワーデバイス開発
Development of Power Device Fabricated on 4H-SiC Bonded Substrate

フェニテックセミコンダクター（株） 
鹿児島工場 技術部 化合物技術課 技師補　東 雄大

Yuta Higashi　Associate Engineer, Kagoshima Fab., Engineering Div., Phenitec Semiconductor Corp.

広島大学 半導体産業技術研究所RISE 教授・副所長　黒木 伸一郎
Shin-Ichiro Kuroki　Professor/Vice-director, Research Institute for Semiconductor Engineering RISE, 

Hiroshima University 

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

小間番号：E25-31

次世代AIサーバーを支える高周波銅箔 
― 新製品＆技術動向
High-Frequency Copper Foils for Next-Gen AI Servers

小間番号：E1-36

フラックスフリーはんだ付けの材料技術 
Materials Technology for Flux-Free Soldering

小間番号：E1-36

パワーエレクトロニクス組立向け
次世代銅焼結材料
Next-Gen Copper Sinter Materials for Power Electronics

小間番号：W11-55

DAIKO-SDKを活用した
大丸興業のSDVソリューション

小間番号：W9-36

ハイパーバイザー：
SDV時代を実現する中核技術
Hypervisor Software: Essential Technology Enabling SDV Era

小間番号：W12-55

バッテリー AI :AIモデル基盤と
エージェント型AI ワークフロー
Battery AI: Foundation Models & Agentic Workflows

小間番号：W19-26

AIを活用した車両管理の最新動向を
業界世界#1のGEOTABが一挙公開
GEOTAB Reveals the Latest AI Powered Fleet Management Trends

小間番号：W1-14

ボルグワーナー　
熱とトルクマネジメント技術
BorgWarner’s Thermal and Torque Management Solutions

小間番号：W10-20 小間番号：S21-26

小間番号：W11-78

EMC設計を改善する解析ツール活用 
～EMIとEMSの関係～

次世代産業投資の目的地、ギリシャ
Greece: the Destination for Next-Gen Industrial Investment

中国自動車メーカーに学ぶ競争力 
― 技術革新・スピード・コスト優位性
Lessons from the Chinese Automakers 
‒ Technology, Speed & Cost Advantage

小間番号：S8-31

製造業でも使い倒す、
高密度収納＆高速入出庫のAutoStore事例
Manufacturing industry knows AutoStore for your productivity

小間番号：S17-20

製造現場における物流自動化の事例と実践
How Logistics Automation Improves Manufacturing: Cases

小間番号：S11-14

CO2もコストも削減 
AI×5000超の施策で決める
省エネの優先順位

小間番号：S10-26

直近2年・30万人の応募データが語る、
採用戦略の転換期と事例

小間番号：S15-30

AIの真価を解き明かす
――理論から実践へ
AI Unveiled, from Theory to Practice

小間番号：S7-7

工場DXを支える予知保全：
欧米の潮流と明電舎REMOTIERによる実践

小間番号：S7-40

深層強化学習・模倣学習による
ヒューマノイドロボット開発

小間番号：S7-40

深層強化学習・模倣学習による
ヒューマノイドロボット開発

小間番号：S7-40

人と一緒に働くヒト型ロボット
“NEXTAGE”が拓く新しい働き方

小間番号：XX

深層強化学習・模倣学習による
ヒューマノイドロボット開発

レーザーセル（株）
Laserssel CORP.

三井金属（株）
MITSUI KINZOKU CO., LTD.

INDIUM CORPORATION CORP.

INDIUM CORPORATION CORP.

大丸興業（株）
Daimaru kogyo LTD.

（株）ペルセウス
PERSEUS CO., LTD.

Geotab INC.
Geotab INC.

14:00-14:30
次世代オートモーティブ生成AIハッカソン 会場
Automotive × Generative AI Hackathon Venue

ルール説明
コンテスト概要説明
スポンサー企業紹介

15:40-16:10
次世代オートモーティブ生成AIハッカソン 会場
Automotive × Generative AI Hackathon Venue

表彰式

14:30-15:20

（株）ボルグワーナー
BorgWarner INC.

1. Opening Speech from Embassy of Israel in Japan

2. Overview of Automotive Ecosystem in Israel 
    by Ministry of Transport

3. C2A Security 

4. Foretellix 

5. EVR Motors 

6. Imagry 

7. Valens

サイバネットシステム（株）
Cybernet Systems CO., LTD.

エンタープライズ・グリース 投資・貿易S.A.
Enterprise Greece Invest & Trade S.A.

Caresoft Global, Caresoft Global Inc. CEO,　Mathew Vachaparampil

カーデックスジャパン（株）
Kardex Japan CO., LTD.

（株）YEデジタル
YE DIGITAL CORP.

（株）Green AI
Green AI CO., LTD.

ＵＴグループ（株）
UT Group CO., LTD.

Applied Materials INC.

（株）明電舎
MEIDENSHA CORPORATION 

TechShare（株）
TechShare CORP.

TechShare（株）
TechShare CORP.

カワダロボティクス（株）
Kawada Robotics CORP.

TechShare（株）
TechShare CORP.

ENGLISH

ENGLISH

16:00-16:30 小間番号：E6-21

ロールプレス・熱圧着の圧力定量化による
製品品質・歩留まり向上
Surface Pressure Evaluation for Improving Product Quality

富士フイルム（株）
FUJIFILM CO.

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH/JAPANESE

ENGLISH/JAPANESE

ENGLISH

小間番号：W13-92

Caresoft Global, Caresoft Global Inc. CEO,　Mathew Vachaparampil

中国自動車メーカーに学ぶ競争力 
― 技術革新・スピード・コスト優位性
Lessons from the Chinese Automakers 
‒ Technology, Speed & Cost Advantage

小間番号：W13-92

有料 Paid 有料 Paid ISP-412:30-14:00
ついに来るか、光電融合の世界！
Shall It Really Come at Last, Photoelectronic Fusion World!

NTT（株） デバイスイノベーションセンタ センタ長　才田 隆志
Takashi Saida　VP, Head of Device Innovation Center, Device Innovation Center, NTT, Inc.

京セラ（株） 研究開発本部 
フォトニクス事業開発部 フォトニックモジュール開発部 部責任者　赤星 知幸
Tomoyuki Akahoshi　Div. Manager, Corporate R&D Group Photonics Business Development Div., 

KYOCERA Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-C3

AUTO-C4

15:00-15:30

日本ウェアラブルデバイスユーザー会
Wearable Device User Group Japan

視界に宿るAI
～海外で突然立ち上がったスマートグラスの動向
AI in Your Sight: The Global Surge of Smart Glasses and Emerging Trends

小間番号：S21-14

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❸ Automotive × Generative AI Hackathon Venue/

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❹

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❺

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❻

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❻

次世代オートモーティブ生成AIハッカソン 会場
Automotive × Generative AI Hackathon Venue

最終ピッチコンテスト

Humanoid Robot Show

Thu. Jan. 221月 22日[木] セミナー・イベント スケジュールセミナー・イベント スケジュール Seminar ＆ Event ScheduleSeminar ＆ Event Schedule

7 8 8 8

※敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。 都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
*Recording and photography are strictly prohibited.Speakers and programs are subject to change.Textbooks of some sessions are not available.
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会場全体／併催イベント マップ上の番号

レセプションホール
A

レセプションホール
B セミナー会場A セミナー会場B セミナー会場C 新製品・新技術セミナー

～New Tech Trend～ 会場❶
新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❷

パワエレ
アカデミックフォーラム

Power Electronics Next 
-若手研究者フォーラム-

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

START
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

START
INTERNATIONAL CONFERENCE HALL

RECEPTION HALL A RECEPTION HALL B
SEMINAR VENUE A SEMINAR VENUE B SEMINAR VENUE C Exhibitor’s Product/Technology Seminar

~New Tech Trend~ Venue ❶
Exhibitor’s Product/Technology Seminar

~New Tech Trend~ Venue ❷Power Electronics Academic Forum / 
Power Electronics Next -Early-Career Researchers’ Forum-

East Hall

Pre-registration Required事前申込制 申込不要 No Application RequiredPre-registration Required事前申込制
Conference Tower

国際会議場

会議棟 東展示棟
East HallConference Tower

西展示棟
West Hall

南展示棟
South Hall

車載半導体
フォーラム

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❸

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❹

W-Engineer
MeetUP

-女性技術者の集い-

中国車
徹底解説セミナー/

申込不要 No Application Required 申込不要 No Application Required

Seminar for Chinese EVs/
Exhibitor’s Product/Technology Seminar

~New Tech Trend~ Venue ❺

会議室
606

CONFERENCE ROOM 606

ヒューマノイド
ロボットショー

AUTO-SDV415:00-16:30 PDM-S315:00-15:50

PWB-612:30-14:40

FIW-S710:00-11:10 ISP-510:00-11:30

ISP-612:30-14:00

PWB-510:00-11:40

FIW-S812:30-13:40 PDM-S212:30-13:40

FIW-S915:00-16:10

AUTO-SDVS112:30-13:30

AUTO-SDV310:00-11:00

AUTO-SDVS512:30-13:40

SLE-S410:00-11:10

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❶

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❷

AUTO-F813:00-13:40

AUTO-F914:00-14:40

AUTO-F711:00-11:40

WEMUP-S214:00-15:30

工場で共に働く「協働ロボット」の今と未来
Collaborative Robots in Factories: The Present and Future

カワダロボティクス（株） 会長　川田 忠裕
Tadahiro Kawada　Chairman, Kawada Robotics Corp.

花王（株） 技術開発部メカトロニクスグループ グループ長　小林 英男
Hideo Kobayashi　Vice President, Mechatronics Group, Technology Development Dept., KAO Corp.

現場から全社へ！
DX・AI推進の具体的なステップとは
From a Single Team to Company-wide Deployment: 
Practical Steps for Driving Digital Transformation and AI

住友化学（株） 取締役 専務執行役員
 【技術・研究企画、DX推進、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、

先端材料開発研究所、バイオサイエンス研究所 統括】　山口 登造
Takanari Yamaguchi　Director, Senior Managing Executive Officer, CTO, SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd.

ダイハツ工業（株） DX推進室 デジタル変革グループ長 
(兼) 東京LABOシニアデータサイエンティスト　太古 無限

Mugen Taiko　Head of Digital Transformation Group / 
Senior Data Scientist, Tokyo LABO, digital transformation promotion dept, Daihatsu Motor Co., Ltd.

SDV時代の車両アーキテクチャ：
統合ECUとE/Eの最新トレンド
Vehicle Architecture in the SDV Era: 
Latest Trends in Integrated ECU and E/E Architecture

本田技研工業（株） 四輪事業本部SDV事業開発統括部 配信ソフトウェア品質責任者、
エグゼクティブチーフエンジニア　久木 隆

Takashi Hisaki　Chief Officer in Charge of Software Integration, Executive Chief Engineer, 
SDV Business Development Unit, Automobile Operations, Honda Motor Co., Ltd.

Bosch Corp., 
Cross-Domain Computing Solutions Regional Business Unit　Pracheth Rao

SDV: 産業の革新的変化
SDV: An Industry Disruption

Woven by Toyota, Inc., 
Vice President and Head of Arene　Jean-François Campeau

グリーン物流最前線
～モーダルシフトと輸送改革で描く
   持続可能な未来～
Green Logistics at the Forefront: 
Shaping a Sustainable Future through Modal Shift and 
Transport Innovation

センコー（株） 事業政策推進本部 輸配送事業推進部 常務理事　殿村 英彦
Hidehiko Tonomura　OFFICER, TRANSPORTATION & DELIVERY BUSINESS PROMOTION DIV., 

BUSINESS POLICY PROMOTION HQ., SENKO Co., Ltd.

サントリーロジスティクス（株） 営業部 部長　蝦名 保明
Yasuaki Ebina　Manager, Sales Dept., SUNTORY LOGISTICS Ltd.

AUTO-AIS310:00-10:50
AUMOVIO Xelve 
～パートナーシップと共に歩む
　エンドツーエンドへの道～
AUMOVIO Xelve- Our Path towards E2E

    

オモビオ・オトノモス・モビリティ・ジャパン（株） オトノモスモビリティ事業部 
セグメント日本・韓国・インド エンジニアリング統括　Victor-Sava Tomescu

Victor-Sava Tomescu　Head of Engineering, Business Area Autonomous Mobility / 
Segment Japan, Korea, India, AUMOVIO Autonomous Mobility Japan K.K.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

製造現場におけるウェアラブルデバイス活用
[Case Studies]
Utilizing Wearable Devices in Manufacturing

日産自動車（株） 生産企画統括本部 モノづくり革新部 部長　林 哲哉
Tetsuya Hayashi　General Manager, Monozukuri Innovation Dept., Manufacturing Strategy Planning Div., 

Nissan Motor Co., Ltd.

フェアリーデバイセズ（株） COO　久池井 淳
Jun Kuchii　COO, Fairy Devices Inc.

これから「SDV」の話をしよう〈パネルディスカッション〉
SDV: What's the Right Perspective of the Software Defined Era <Panel discussion>

The Linux Foundation 日本代表　福安 徳晃
Noriaki Fukuyasu　VP of Japan Operations, The Linux Foundation

ルネサス エレクトロニクス（株） ハイパフォーマンスコンピューティングプロダクトグループ 
HPC SoCソフトウエアイネーブルメント部 シニアダイレクター　宗像 尚郎
Hisao Munakata　Senior Director, SoC Software Enablement Dept., HPC SoC Business Div., 

High Performance Computing Product Group, Renesas Electronics Corp.

パナソニック オートモーティブシステムズ（株） 
代表取締役 副社長執行役員 CTO CISO 知的財産担当　水山 正重

Masashige Mizuyama　Representative Director, Executive Vice President, CTO, CISO, Intellectual Property, 
Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

本田技研工業（株） ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部 
モビリティシステムソリューション開発部 エグゼクティブチーフエンジニア　坪内 一雄

Kazuo Tsubouchi　Executive Chief Engineer, Mobility System Solution Development Div.,
 Software Defined Mobility Development Unit, Honda Motor Co., Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

半導体の未来を創る革新技術：
加工・PLP・設計の最前線
Innovating the Future of Semiconductors: 
Ultrafast Processing, PLP, and Design

東京大学 機械工学専攻 特任研究員　Guoqi Ren
Guoqi Ren　Postdoctoral Researcher, Dept. of Mechanical Engineering, The University of Tokyo

アオイ電子（株） 取締役 先端パッケージ推進本部長　相沢 吉昭
Yoshiaki Aizawa　Corporate Technical Director, AOI ELECTRONICS Co., Ltd.

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 
マルチフィジックス・システム解析チーム 

リードアプリケーションエンジニア　土山 和晃
Kazuaki Tsuchiyama　Lead Application Engineer, JPN MSA, Cadence Design Systems, Japan 

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

見えない中国の中枢へ：
NEVとOSATが交わる“再編の十字路” 
―自動車、AI、パッケージ技術が交差する
   産業転換の現場を探る
Inside China’s Hidden Core: 
The Crossroads of NEV and OSAT Transformation

（株）富士キメラ総研 北京キメラ総経理　姚 穎
Ying Yao　General manager, Fuji Chimera Research Institute, Inc.

STATSChipPAC Ltd. 
ヴァイスプレジデント ジェイセット グループ ゼネラルマネージャー 

オートモーティブ ビジネスユニット 兼 コーポレート 品質管理　Jung Gang
Jung Gang　Vice President, JCET Group General Manager, Automotive BU & Corporate Quality, 

STATSChipPAC Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

SDV時代の協調開発：
オープンソースが拓く自動車開発の未来
Collaborative Software Development in the SDV Era: 
How Open Source is Shaping the Future of Automotive Innovation

The German Association of the Automotive Industry (VDA), 
Expert SDV　Martin Schleicher

Accenture, Global Lead SDV　Christof Horn
Qorix GmbH, 

Go-to-market, Head of Customer Programs　Caroline Pastjan
日本アイ・ビー・エム（株） コンサルティング事業本部 

オートモーティブ コンピテンシーセンター 自動車産業担当CTO　川島 善之
Yoshiyuki Kawashima　CTO Automotive Industry Japan, Industry CoC, IBM Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-AIS412:30-14:00
SDVが創る未来のくらしとその挑戦 
～多彩なグローバルプレイヤーを交え～
Future Life Realized by SDV and the Challenges to Achieve It 
- Insights from Global Ecosystem Players

FAW-Volkswagen,
Director Digitalization and Organization,　Marcel Bodensiek

本田技研工業（株） 
四輪事業本部 SDV事業開発統括部 先進安全・知能化ソリューション開発部 

エグゼクティブチーフエンジニア　波多野 邦道
Kunimichi Hatano　Executive Chief Engineer, Automobile Operations, SDV Business Development Unit, 

Advanced Safety & Intelligent Solution Development Div., Honda Motor Co., Ltd.

Robert Bosch GmbH, Vice President,　Dirk Slama
（株）NTTデータ 自動車事業部 事業部長　布井 真実子

Mamiko Nunoi　Head of Automotive Div., NTT DATA Japan Corp.

（株）日本経済新聞社 Nikkei Asia編集長　田中 暁人
Akito Tanaka　Editor-in-chief, Nikkei Asia

 Nikkei Inc.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AI時代を支えるデータセンターと
1MW時代の電力供給
Data Centers for the AI Era and 
Power Supply Systems Entering the 1MW Class

（株）ＮＴＴファシリティーズ 
データセンターエンジニアリング事業本部エネルギー部門 担当部長　西田 龍一

Ryuichi Nishida　Senior Manager, Energy Solution Dep. Datacenter Engineering Business H.Q., 
NTT Facilities, Inc.

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン（株） 
コンシューマー コンピューティング＆コミュニケーション (C3) 事業本部 

テクニカル マーケティング部 シニア ディレクター　浦川 辰也
Tatsuya Urakawa　Senior Director, Technical Marketing, Consumer, 

Computing & Communications Japan, Infineon Technologies Japan K.K.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

インド×日本：
半導体バリューチェーンの新時代
India × Japan: A New Era in the Semiconductor Value Chain

CG Power and Industrial Solutions Ltd., Chairman／
CG Semi Private Ltd.. Director　Vellayan Subbiah

TOWA（株） 市場開発部 部長　押田 裕己
Hiroki Oshida　DIRECTOR, MARKET DEVELOPMENT Dept., TOWA Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

加速する先端パッケージの実装、
データセンターそして自動運転へ
Advanced Package Accelerates to Implement 
into DC and Autonomous Driving

（株）日経BP 日経エレクトロニクス編集長　中道 理
Tadashi Nakamichi　Editor in Chief of Nikkei Electronics, Nikkei Business Publications, Inc.

YOLE Group, 
Power Electronics and Batteries Principal Analyst　Milan Rosina

YOLE Group, Principal Market & Technology Analyst, 
Semiconductor Packaging　Yik Yee Tan

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

パワー半導体デバイス 
～技術の進化と応用の新たな可能性～
Power Semiconductor Devices 
- Technology Evolution and Application Opportunities -

StarPower Semiconductor Ltd., R&D Director　Zhihong Liu

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

NEPCON-S615:00-16:10
富岳NEXT開発：
HPC/AI次世代アーキテクチャの詳細に迫る
Inside Fugaku-NEXT: 
Unveiling the Next-generation HPC/AI Architecture

（国研）理化学研究所 計算科学研究センター 次世代計算基盤開発部門 
次世代計算基盤システム開発ユニット ユニットリーダー　佐野 健太郎

Kentaro Sano　Unit Leader, RIKEN Center for Computational Science, 
Next-Generation HPC Infrastructure Development Div., 

Next-Generation HPC Infrastructure System Development Unit, RIKEN 

富士通（株） 
先端技術開発本部 システム開発統括部 プリンシパルアーキテクト　安島 雄一郎

Yuichiro Ajima　Principal Architect, System Development Div., 
Advanced Technology Development Unit, Fujitsu Ltd.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

AUTO-EV415:00-15:50
ICEで走れば走るほど大気をきれいにする！ 
～CN燃料とその燃焼制御技術～
The More We Drive with ICE, The Cleaner The Air Becomes 
--CN Fuel and Combustion Control Technology for It--

マツダ（株） 執行役員 
パワートレイン開発・技術研究所担当　中井 英二

Eiji Nakai　Executive Officer In charge of Powertrain Development and Technical Research Center, Mazda Motor Corp.

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

PDM-F710:10-11:40

PDM-F812:30-14:00

SiCパワー半導体デバイス最新技術動向
Latest Technologies Trends in SiC Power Semiconductor Devices

筑波大学 数理物質系 教授　岩室 憲幸
Noriyuki Iwamuro　Professor, Institute of Pure and Applied Physics, University of Tsukuba 

GaNデバイスの寄生容量を考慮した
系統連系インバータの高性能化
Performance Improvement of Grid-tied Inverters Considering Parasitic 
Capacitance of GaN Device

筑波大学 数理物質系 研究員　黄 成
Cheng Huang　Researcher, Institute of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba 

ダイヤモンドMOSFETの最近の進展
Present Status and Prospects of Diamond MOSFETs

ダイヤモンド半導体デバイスの研究
Research on Diamond Semiconductor Devices

佐賀大学 理工学部電気電子工学部門 助教　Niloy Chandra Saha
Niloy Chandra Saha　Assistant Professor, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, 

Saga University

佐賀大学大学院 理工学研究科電気電子工学部門 教授
（株）ダイヤモンドセミコンダクター　嘉数 誠

Makoto Kasu　Professor, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Saga University 
 Diamond Semiconductor Co., Ltd.

立ち止まりながら考えてきた、
女性技術者のスキルアップとキャリア形成
※講演終了後、カジュアルな交流会を実施！

荒川化学工業（株） 
研究開発本部 コーポレート開発部 みつけるユニット 主任研究員　岩橋 寿子

次世代モビリティを実現！
SDV向けE/Eアーキテクチャの
進化を加速する半導体ソリューション
Realizing Next-generation Mobility! 
Semiconductor Solutions Accelerating the Evolution of E/E Architecture for SDVs

STマイクロエレクトロニクス（株） アナログ・MEMS・センサ製品グループ 
アジア・パシフィック地区 アナログ製品部 ディレクター　中條 顕
Akira Nakajo　Director, Analog, MEMS and Sensors Marketing & Applications, 

Analog APeC Marketing and Applications, STMicroelectronics K.K.

SDVを支える
次世代E/Eアーキテクチャーの展望
Perspectives on Next-generation E/E Architecture Supporting SDV

NXPジャパン（株） オートモーティブ営業統括本部 統括本部長　山本 尚
Hisashi Yamamoto　Senior Director, Automotive Sales, NXP Semiconductors

オートモーティブ
超音波センシング技術の革新
Innovations in Automotive Ultrasonic Sensing

オンセミ フィールドアプリケーション技術統括部 プリンシパルFAE　岩田 浩充
Hiromitsu Iwata　Principal FAE, onsemi 

小間番号：E10-8

基板防湿コーティングの塗布技術と
課題対策
Dispensing Technologies for PCB Conformal Coating

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

12:00-12:30

13:00-13:30

12:00-12:30

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

16:00-16:30

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

12:00-12:30

11:00-11:30

13:00-13:30

15:00-15:30

11:00-11:30

14:00-14:30 14:00-14:30

11:00-11:30

小間番号：E3-8

次世代デバイスの実現に貢献する
ディスペンス技術の紹介
DispenseTechnology for Next-Generation Device Innovation

小間番号：E7-12

SIIXセミナー：　
EMS×材料で切り拓く次世代バリューチェーン
SIIX Seminar: Next-Gen Value Chain through EMS & Materials

小間番号：E37-28

ニホンハンダの無加圧焼結ペースト
Low Process Temperature and Pressure-Less Sintering PasteMAX

小間番号：E38-66

日本アビオニクスの接合工法と
複合技術によるソリューション
Nippon Avionics' joining method and composite technology

小間番号：W11-55

DAIKO-SDKを活用した
大丸興業のSDVソリューション

小間番号：W2-66

自動車産業における
「測定」の最新動向と適切な計測管理
Measurement trends and management in the automotive industry

小間番号：W3-52

第3版発行 ！ IEC 61000-4-2
3rd Edition Published! IEC 61000-4-2

小間番号：W2-66

自動車機器EMC試験規格の最新動向
LatestTrendsinEMCTestingStandardsforAutomotivesystemsection.

小間番号：W10-20

MIPI A-PHY：
日本発の次世代自動車コネクティビティ
MIPI A-PHY:  Next-Gen Connectivity, with Momentum from Japan

小間番号：W6-32

高信頼性実装を実現する
はんだ材料の新動向

中国自動車メーカーに学ぶ競争力 
― 技術革新・スピード・コスト優位性
Lessons from the Chinese Automakers 
‒ Technology, Speed & Cost Advantage

小間番号：S8-31

製造業でも使い倒す、
高密度収納＆高速入出庫のAutoStore事例
Manufacturing industry knows AutoStore for your productivity

小間番号：S17-20

製造現場における物流自動化の事例と実践
How Logistics Automation Improves Manufacturing: Cases

小間番号：S11-12

電気施設の絶縁管理の考え方と
スマート保全の動向について

小間番号：S10-26

直近2年・30万人の応募データが語る、
採用戦略の転換期と事例

小間番号：S15-30

バッテリー品質におけるAI：
ステップバイステップのロードマップ
Foundations for AI in Battery Quality: Step-by-Step Roadmap

小間番号：S25-20

PLMで実現！
現場改革 × 部門横断連携で競争力を強化
PLM-Powered Reform for Competitiveness

小間番号：S7-40

深層強化学習・模倣学習による
ヒューマノイドロボット開発

小間番号：S7-40

深層強化学習・模倣学習による
ヒューマノイドロボット開発

小間番号：S7-40

人と一緒に働くヒト型ロボット
“NEXTAGE”が拓く新しい働き方

小間番号：S7-40

深層強化学習・模倣学習による
ヒューマノイドロボット開発

ニホンハンダ（株）
Nihon Handa CO., LTD.

日本アビオニクス（株）
NIPPON AVIONICS CO., LTD.

（株）サンエイテック
SAN-EI TECH Ltd. 

武蔵エンジニアリング（株）
Musashi Engineering, INC.

エレクトロンインクス
ELECTRONINKS INC.

15:00-15:30 小間番号：E6-21

ロールプレス・熱圧着の圧力定量化による
製品品質・歩留まり向上
Surface Pressure Evaluation for Improving Product Quality

富士フイルム（株）
FUJIFILM CO.

大丸興業（株）
Daimaru kogyo LTD.

（一財）日本品質保証機構
Japan Quality Assurance Organization 

（株）ノイズ研究所
NOISE LABORATORY  CO., LTD.

13:00-13:30 小間番号：W11-78

「EMC設計を効率化できる考え方」　
～ノイズ放射の直感的理解～

サイバネットシステム（株）
Cybernet Systems CO., LTD. 

（一財）日本品質保証機構
Japan Quality Assurance Organization 

15:00-15:30 小間番号：W12-30

現場から学ぶモビリティ革新と
RAGで実現する次世代サービス
Mobility Innovation from Field & Next-Gen Services with RAG

（株）シーイーシー
Computer Engineering & Consulting LTD.

バレンズセミコンダクター（株）
Valens Semiconductor LTD.

千住金属工業（株）
SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.

Caresoft Global, Caresoft Global Inc. CEO,　Mathew Vachaparampil カーデックスジャパン（株）
Kardex Japan CO., LTD.

（株）YEデジタル
YE DIGITAL CORP.

佐鳥電機（株）
SATORI ELECTRIC CO., LTD.

ＵＴグループ（株）
UT Group CO., LTD.

Applied Materials INC.

NECネクサソリューションズ（株）
NEC Nexsolution, LTD.

TechShare（株）
TechShare CORP.

TechShare（株）
TechShare CORP.

カワダロボティクス（株）
Kawada Robotics CORP.

TechShare（株）
TechShare CORP.

ENGLISH

小間番号：W13-92

Caresoft Global, Caresoft Global Inc. CEO,　Mathew Vachaparampil

中国自動車メーカーに学ぶ競争力 
― 技術革新・スピード・コスト優位性
Lessons from the Chinese Automakers 
‒ Technology, Speed & Cost Advantage

小間番号：W13-92

有料 Paid

有料 Paid 有料 Paid

AUTO-C5

AUTO-C6

AI同時通訳システム対象講演
AI Translation System available

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❸

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❹

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❺

Exhibitor’s Product/Technology Seminar
~New Tech Trend~ Venue ❻

新製品・新技術セミナー
～New Tech Trend～ 会場❻

ENGLISH

Humanoid Robot ShowIn-vehicle Semiconductor Forum

Fri. Jan. 231月 23日[金] セミナー・イベント スケジュールセミナー・イベント スケジュール Seminar ＆ Event ScheduleSeminar ＆ Event Schedule

7 8 8 8

※敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。 都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
*Recording and photography are strictly prohibited.Speakers and programs are subject to change.Textbooks of some sessions are not available.
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